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NOTES
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图1.  

 

高温、低漂移、
2.5 V微功耗基准电压源

ADR225
产品特性
可在极端高温下工作

8引脚FLATPACK封装：−40°C至+210°C
8引脚SOIC封装：−40°C至+175°C

温度系数

8引脚FLATPACK封装：30 ppm/°C
8引脚SOIC封装：10 ppm/°C

高输出电流：10 mA
低电源电流：50 µA(最大值)
初始精度：±0.4%(±10 mV最大值，8引脚SOIC封装)
低压差

宽电源电压范围：3.3 V至16 V

应用
井下钻探和仪器仪表

航空电子

重工业

高温环境

概述

ADR225是一款精密2.5 V带隙基准电压源，额定工作温度高

达175°C和210°C。它采用微功耗内核结构，并对高稳定性

薄膜电阻进行激光调整，从而实现30 ppm/°C(最大值)的温

度系数(最高175°C)，初始精度为0.4%(±10 mV最大值)。50 µA
的最大工作电流和低压差使该器件非常适合电池供电设备。 

基准电压源提供8引脚SOIC封装，额定工作温度范围为−
40°C至+175°C。它还提供8引脚陶瓷扁平封装(FLATPACK)，

额定工作温度范围为-40°C至+210°C。这两款器件均针对极

端温度下的稳定性而设计，在最大额定温度下可工作1000
小时。

ADR225属于ADI公司不断扩展的高温认证产品系列，如需

了解ADI所有的高温系列产品及相关认证数据，请访问

www.analog.com/hightemp。

ADI中文版数据手册是英文版数据手册的译文，敬请谅解翻译中可能存在的语言组织或翻译错误，ADI不对翻译中存在的差异或由此产生的错误负责。如需确认任何词语的准确性，请参考ADI提
供的最新英文版数据手册。
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更改特性部分 ..................................................................................1
增加图1标题.....................................................................................1
更改表1.............................................................................................3
增加图6、图7、图8、图12、图13、图14、图18和图19；重新排

序 .......................................................................................................5
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至16 V................................................................................................1
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技术规格  
电气特性  
除非另有说明，VS = 3.3 V，VOUT = 2.5 V，TMIN < TA < TMAX。

表1.
   8引脚SOIC

−40°C ≤ TA ≤ +175°C
8引脚FLATPACK

−40°C ≤ TA ≤ +210°C
  

      
参数  符号  测试条件/注释 最小值 典型值 最大值 最小值 典型值 最大值 单位 
电源电流 ISY 无负载   30 50  40 60 µA 
初始精度1  VO IOUT = 0 mA  ±2 ±10  ±5 ±60 mV 
温度系数2 TCVOUT IOUT = 0 mA  10 30  40 80 ppm/°C 
调整率          
电压调整率 ∆VOUT/∆VIN 3.0 V ≤ VS ≤ 15 V, IOUT = 0 mA  0.025 0.1  0.25 1.5 mV/V 
电压调整率3 ∆VOUT/∆VLOAD VS = 5.0 V, 0 mA ≤ IOUT ≤ 10 mA  0.025 0.1  0.25 1.5 mV/mA 

电压          
压差 VS − VOUT ILOAD = 10 mA   1.00   1.00 V 
噪声电压 eN 0.1 Hz至10 Hz   25   25  µV p-p 

 
1 要正常工作，需要在器件OUTPUT引脚与GND引脚之间放置一个1 µF电容。
2 TCVOUT定义为输出在额定温度范围内随温度变化的速率，单位为ppm/°C。

TCVOUT = (VMAX − VMIN)/VOUT(TMAX − TMIN) 
3 负载调整率规格包括自热效应。

 

 

ADR225
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绝对最大额定值
表2.
参数  额定值 
电源电压 −0.3 V至+18 V 
OUTPUT至GND −0.3 V至VS + 0.3 V
存储温度范围 −65°C至+150°C 
工作温度范围  

8引脚SOIC −40°C至+175°C
8引脚FLATPACK −40°C至+210℃ 

结温范围  
8引脚SOIC −40°C至+200℃
8引脚FLATPACK −40°C至+245℃

引脚温度(焊接60秒) 300°C 

 

1

100k

10k

1k

100

10

120 210200190180170160150140130

P
R

E
D

IC
T

E
D

 L
IF

E
T

IM
E

 (
H

o
u

rs
)

OPERATING TEMPERATURE (°C) 11
52

5-
02

1

 
图2.预测寿命与工作温度的关系

热阻  
θJA 针对最差条件，即 θJA 针对器件焊接在电路板上。

表3.
封装类型  θJA θJC 单位 
8引脚SOIC 121 43 °C/W 
8引脚FLATPACK 100 15 °C/W 

 

 ESD警告 
 

 

ESD(静电放电)敏感器件。
带电器件和电路板可能会在没有察觉的情况下放

电。尽管本产品具有专利或专有保护电路，但在遇

到高能量ESD时，器件可能会损坏。因此，应当采

取适当的ESD防范措施，以避免器件性能下降或功

能丧失。

 

注意，超出上述绝对最大额定值可能会导致器件永久性损

坏。这只是额定最值，不表示在这些条件下或者在任何其

它超出本技术规范操作章节中所示规格的条件下，器件能

够正常工作。长期在绝对最大额定值条件下工作会影响器

件的可靠性。

预测寿命与工作温度的关系

ADR225执行了全面的可靠性测试。扩展工作温度下的产

品寿命可通过高温工作寿命(HTOL)获得。产品寿命根据阿

伦尼乌斯方程来计算，并考虑假设可能存在的设计和制造

故障机制。HTOL依照JEDEC JESD22-A108标准。在最高工

作温度下，通过HTOL处理最少3个晶圆制造和组装批次。

ADI所有高温(HT)产品均执行了全面的可靠性测试。

ADR225
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典型性能参数
除非另有说明，VS = 3.3 V，VOUT = 2.5 V，TMIN ≤ TA ≤ TMAX，8引脚SOIC封装。
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图3.输出电压(VOUT)与温度的关系
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图4.TCVOUT分布(−40°C至+175°C)
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图5.175°C时的输出电压精度
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图6. 输出电压(VOUT)与温度的关系(FLATPACK封装)
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图7. TCVOUT的分配(−40°C至+210°C，FLATPACK封装)
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图8. 210°C时的输出电压精度(FLATPACK封装)
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图9. 电源电流(ISY)与温度的关系
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图10. 负载调整率与温度的关系(ILOAD = 0 mA至10 mA)

–10

0

10

20

30

40

50

60

–40 –25 –10 5 20 35 50 65 80 95 110 125 140 155 170

L
IN

E
 R

E
G

U
LA

T
IO

N
 (

p
p

m
/V

)

TEMPERATURE (°C) 11
52

5-
00

8

 

图11. 电压调整率与温度的关系
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图12. 电源电流(ISY)与温度的关系(FLATPACK封装)
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图13. 负载调整率与温度的关系(ILOAD = 0 mA至10 mA，FLATPACK封装)
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图14. 电压调整率与温度的关系(FLATPACK封装)
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图15. 电压差与负载电流(ILOAD)的关系

2.496

2.498

2.500

2.502

2.504

2.506

2.508

40 55 70 85 100 115 130 145 160 175

O
U

T
P

U
T

 V
O

LT
A

G
E

 (
V

)

TEMPERATURE (°C)

UNIT 1
UNIT 3
UNIT 5

11
52

5-
01

1

 
图16. 热滞(ILOAD = 0 mA)
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图17. 上电响应(见图25)
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图18. 电压差与负载电流(ILOAD)的关系(FLATPACK封装)
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图19. 热滞(ILOAD = 0 mA，FLATPACK封装)
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图20. 线路瞬态响应(见图25)
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图21. 负载瞬态响应
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图22. 电源抑制比(PSRR)与频率的关系(CLOAD = 1 µF)
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图23. 输出阻抗(ZOUT)与频率的关系(CIN = COUT = 1 µF)
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图24. 基准电压源基本配置
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图25. 典型的高温电阻温度检测器(RTD)信号调理电路

 

工作原理
基准电压源基本连接

图24所示电路为ADR225的基本配置。注意，为使器件正

常工作，必须在输入端放置一个10 µF和0.1 µF旁路网络，并

在输出端至少放置一个1 µF旁路电容。建议不要连接引脚1、
3、5、7和8。
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外形尺寸  
 

CONTROLLING DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS; INCH DIMENSIONS
(IN PARENTHESES) ARE ROUNDED-OFF MILLIMETER EQUIVALENTS FOR
REFERENCE ONLY AND ARE NOT APPROPRIATE FOR USE IN DESIGN.
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图26. 8引脚标准小型封装[SOIC_N]
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图示尺寸单位：mm和(inch)

 

03
-2

6-
20

13
-A

0.260
0.255 SQ
0.250

1.00

TOP VIEW BOTTOM VIEW

END VIEW

SIDE VIEW

0.012 R
TYP

0.175
0.026 MIN

0.195
0.190 SQ
0.185

0.155
0.150
0.145

0.053
0.050
0.047

0.006
0.005
0.004

0.091
0.083
0.075

0.019
0.017
0.015

1

4

8

5

IDEX
MARK

0.054
0.044
0.034

0.05 TYP

0.024

0.007
MIN

0.035
TYP

 
图27. 8引脚陶瓷扁平封装[FLATPACK] 

(F-8-2)
 尺寸单位：inch

 

 

订购指南  
型号1 温度范围  封装描述  封装选项  
ADR225HRZN −40°C至+175°C 8引脚标准小型封装 [SOIC_N] R-8 
ADR225HFZ −40°C至+210°C 8引脚陶瓷扁平封装 [FLATPACK] F-8-2 
 
1 Z = 符合RoHS标准的器件。 
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注释  
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注释
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